VYROBA

Selektivni pdjeci vina nemusi byt domé-
nou pouze velkych firem, ale mutiZe si ji
dovolit i mala firma, kterd ma vlastni pro-
dukci nebo osazuje desky na zakazku.

Trend v osazovani SMD

V poslednich nékolika letech
prevazuje technolo-

Selektivni pajeci stroj je uren na lokal-
ni zapdjeni jednotlivych pajenych spojt.
Selektivni pdjeni je technologie, ktera
je fizena a kontrolovatelna. Selektiv-
ni pdjeni dopliiuje proces
osazovani do pasty, a tim

gie osazovani SMD

do pasty. Diivodem je
podstatné zjednodu-
Seni vyroby, piipadné
prechod do jemnéjsich
rozte¢i. Technologie
do pasty je celkové jed-
nodussi, od vlastniho
navrhu desky s plosny-
mi spoji pres naneseni
péjeci pasty aZ po osazen{
SMD. Znamen4 to, Ze vyro-
bu DPS si dnes mize dovo-

lit méné movitad firma, jelikoz

strojni vybaveni neni az tak cenové na-
ro¢né.

Osazovani do pasty, jak jiz
bylo feceno, je soucas-
nym trendem. Mnoho
konstruke{ vSak obsahuje
nezbytné konstrukéni prv-
ky, jako jsou konektory,
rizné spinaci prvky, pfi-
padné indukc¢nosti atd.
Rada z téchto konstruké-
nich prvki je vyvodovych.
Vyrobci nebo zpracovate-
li nezbyva nic jiného nez
vyvodové prvky pdjet ruc-
né. Rucni pajeni nenf vSak
idedlni pro sériovou vyro-
bu. Ru¢nf pdjeni je priznac-
né pro opravy. Ruc¢ni pajeni
je vzdy individudlni proces,

ktery zdvisi na Sikovnosti, Obr.2 Ridici jednotka
selektivni pdject viny

znalostech a zkuSenostech.

Obr. 1 Selektivni pdjeci vina
ATF Smart Select

¢inf z vyrobniho procesu plné kontro-
lovany proces. Ne vSechny soucastky
mohou odoldvat vysokym teplo-
tam, kterym by byly vystaveny
béhem bézného procesu pdjeni
vlnou. Tzn., Ze proces selek-
tivniho pdjeni se stava
zajimavym, protoZe do
kontaktu s vysokou tep-
lotou bezolovnaté paj-
ky prijdou pouze pre-
dem urcené plochy,
zatimco ostatni oddily

a komponenty zdstava-
ji vyrazné pod kritickou
drovni teploty.

Véts§inu SMD  sou-
castek 1ze pdjet pomoci
konvenéni metody, jako
je pretaveni nebo pdjeni
vlnou. Soucdstky citlivé
na teplotu vyvodovych za-
fizeni, jako jsou konekto-
ry, elektrolytické konden-
zatory, sklenéné displeje,

a nékteré radidlni komponenty vyzaduji
samostatny pédjeci proces. Mnohé z téch-
to prvkl jsou pravé selektivné pajené za
vyuZiti palet nebo pfi nizsich teplotach.

Prostor
pajeci viny

Prostor
davkovace tavidla

Predehiev

Obr. 3 Schéma procesu
selektivniho pdjent

Bez ohledu na typ zafizenti je pro selek-
tivni pdjeni mozné pouzit dva typy dav-
kovani tavidla, a to bud sprejovy, nebo
kapkové nandseni. Sprejovy davkovac
tavidla nandsi atomizované tavidlo na
urcenou plochu, zatimco kapkové nana-
Senf je vice presnéjsi.

Péjeci stroj Smart Select, viz obr. 1,
je urCen predevsim pro prototypy, krat-
ké a stfedni série. Zarizeni je vybaveno
sprejovym davkovacem tavidla, prede-
hfevem a malou vlnou pro péjeni.

Modul péjeci viny obsahuje cca 33 kg
ndplné bezolovnaté slitiny a na pfani mu-
Ze byt vybaven dusikovym krytim.
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